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摘要(译)

提供一种小而薄的发光元件安装封装，其中尽管有侧视型封装，但是可
以通过独立控制发光元件，并且提供使用该封装的发光装置。发光元件
安装封装包括引线框架。引线框架具有至少一组结构，该结构包括依次
包括下导体层，绝缘层和上导体层，以及暴露在下导体层表面上的安装
区域。
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